
國立勤益科技大學  電子工程系107學年度  教學內容綱要
	
	日間部碩士班
	

	開課年級
	1-2
	開課學期
	下學期
	預修課程
	

	科目名稱
	記憶晶片設計
	修　別
	選修
	學分數／學時數
	3/3

	授課教師
	洪玉城

	優質課程
	（ 0 ）0.一般課程、2.智慧財產權、2.性別平等、3.融滲式服務學習課程、4.創新、創意課程、
             5.綠色課程（環境教育或永續發展教育相關課程）、6.工作（職場）倫理課程。

	教 科 書
	《Introduction to Semiconductor Manufacture Technology》，Hong Xiao，Pearson Education International，ISBN: ISBN 0-13-I91136-8

	參 考 書
	

	評量方式
	實作 30%  小考 10%  期中考 25% 期末考 25% 其他 10%

	內
容

綱

要
	半導體行業，特別是在超大規模集成電路，是發展迅速，新技術引進幾乎每天的基礎。該器件的特徵尺寸不斷縮小的晶體管的數量在一個集成電路（IC）晶片正在迅速增加，為預測摩爾定律。相較於僅在十年前，集成電路製造加工技術已變得更加複雜。本課程將介紹，簡單易圖，複雜的集成電路晶片製造流程，為學生學習重點。選擇的過程中當然是非常接近的實際晶圓廠。

1.
IC製造簡介(Introduction to IC Fabrication)

2.
晶圓製造(Wafer Manufacture)

3.
熱過程(Thermal Processes)

4.
光刻(Photolithography)

5.
離子注入(Ion Implantation)

6.
蝕刻(Etch)

7.
化學氣相沉積和介電薄膜(CVD and Dielectric Thin Film)

8.
金屬化(Metallization)

9.
化學機械拋光(Chemical Mechanics Polishing)

10.
流程整合(Process Integration)


National Chin-Yi University of Technology  Electronic Engineering  Department

Year of   2019   Syllabus（Master Program）

	Year
	1-2
	Semester
	spring
	Pre-taking Course
	

	Course
	VLSI Process Technology
	Required course
/ Elective course
	Elective
	Credit / Hour
	3/3

	Instructor
	

	Textbook
	自編講義(Handout by Instructor)

	Reference
	

	Scoring
	Implementation 30%  Quizzes 10%  Midterm 25%  Final Exam 25%  Reports 10% 

 Others 10%

	Syllabus
	The semiconductor industry, especially in VLSI, is developing rapidly with new technology introduced almost on a daily basis. The device feature size is shrinking continuously and the number of transistors on an integrated circuit (IC) chip is increasing rapidly, as predicted by Moore's law. Compared with only a decade ago, IC fabrication processing technology has become more complicated. This course will describes, in simple and easy diagram, the complicated IC chip manufacturing processes to keep students focused. The processes chosen in the course are very close to those in real fabs.

Syllabus:

1.
IC製造簡介(Introduction to IC Fabrication)

2.
晶圓製造(Wafer Manufacture)

3.
熱過程(Thermal Processes)

4.
光刻(Photolithography)

5.
離子注入(Ion Implantation)

6.
蝕刻(Etch)

7.
化學氣相沉積和介電薄膜(CVD and Dielectric Thin Film)

8.
金屬化(Metallization)

9.
化學機械拋光(Chemical Mechanics Polishing)

10.
流程整合(Process Integration)
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